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摘要(译)

本发明公开了一种有机发光显示器后段工艺封装组件，其包括机械手传
输单元、后盖玻璃输入单元、镀膜基片输入单元、封装单元及输出单
元，机械手传输单元包括传输腔、机械手驱动装置机械手，后盖玻璃输
入单元、镀膜基片输入单元、封装单元及输出单元分别与所述传输腔连
通，机械手将后盖玻璃从后盖玻璃输入单元输送到封装单元内，机械手
将已形成膜层的镀膜基片从镀膜基片输入单元输送到封装单元内，后盖
玻璃与镀膜基片在封装单元内进行压合封装形成一体，机械手将封装单
元内压合封装行成一体的后盖玻璃与镀膜基片取出并通过输出单元输
出。本发明的兼容性高且可以提高生产效率、节省生产成本；另，本发
明还公开了一种使用该封装组件的封装方法。
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